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법으로 제작된RF-Magnetron Sputtering

금속 용 절연층의 특성PCB AlN

박정식1 류성원, 1 배강, 1 손선영, 1 김용모, 2 김갑석, 2 김화민, 1*
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대구가톨릭대학교 전자공학과, 2KI-Ximax

전자기술이 발전함에 따라 전자부품 소자는 소형화 다기능화 고집적화 대용량화 되고 있다, , , .
그에 따른 부품들의 고밀도화는 높은 열을 발생시켜 각종 전자부품을 기판으로부터 단락 시키

거나 기능을 상실하게 하는 문제점이 발생된다 이와 같은 문제점을 해결하기 위해서는 발생된.
열을 가능한 빠르게 방열 시켜주는 것이 대단히 중요하고 높은 방열 특성을 가지는 금속 기PCB
판의 중요성이 높아지고 있다 하지만 금속을 에 적용하기 위해서는 금속기판과 회로전극. PCB
사이에 절연층이 반드시 필요하다.
본 실험에서는 방법을 이용하여 질화알루미늄 을 절연물질로 사RF-Magnetron Sputtering AlN( )

용 기판위에 후막을 제작하여 열적 전기적 구조적 특성을 분석 하였다 스퍼터링시, Aluminum .
아르곤과 질소 분압비에 따른 특성과 후막의 두께에 따른 열적 전기적 구조적 특성을 측정, ,
분석하였고 후열처리를 통하여 후막의 특성 측정 결과 로 후열처리 했을 경우 절연파, AlN 200℃
괴전압이 후열처리 전 보다 로 높아지고 이미지 상의 입자 밀도가 더욱0.56kV 1.125kV SEM AlN
조밀해지는 것으로 확인 하였다 결론적으로 를 방법으로 증착 금속. AlN RF-Magnetron Sputtering

의 절연물질로 적용하기 위해서는 적정한 가스분압비와 후열처리가 필요하며 이를 통하여PCB
금속 의 절연층으로 응용 가능성이 높을 것으로 사료된다 본 연구는 한국 산업기술 진흥원PCB .
의 사업화 연계 연구개발 사업의 연구비 지원에 의한 것입니다(R&BD) .


